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CAM350°

Das neue Release von CAM350
Version 11.0 Build 712

Die heutige Herausforderung fir die Hersteller elektronischer
Produkte ist eindeutig — bessere Produkte, schneller und kos-
teneffizienter auf den Markt bringen. Um auf dem Markt Schritt
halten zu kénnen, muss der gesamte Produktentwicklungspro-
zess optimiert werden, dies schlieBt das PCB Design und den
Herstellungsprozess mit ein. Das bedeutet, komplette Verifizie-
rung des PCB Designs und eine vorsichtige Umsetzung der Da-
ten in den Herstellungsprozess.

Version 11 von CAM350® ist die Industrie-Standard Lésung
for PCB Post-Processing und bietet eine starke Verifikation,
Optimierung und Ausgabe, um den PCB Herstellungsprozess
effektiv zu steuern.

Das Release 11 wurde auf spezielle Kundenanforderungen aus
der Praxis optimiert und kann bereits frih im Design Prozess
Probleme finden und diese |6sen. Kosten fir Design Re-spins
kénnen somit drastisch gesenkt werden.

Die neue Version bietet eine noch genauere Vorbereitung und
Prifung, Optimierung und Erzeugung der Gerber und Drill Da-
ten als lhre Vorgéinger. Ziel ist eine verbesserte Produkfivitét,
wodurch schnellere Fertigungszeiten und héhere Qualitét bei
der Herstellung von PCB’s erreicht werden.

Die wichtigsten Neuerungen auf
einen Blick:

DFM Check for Streams RC:

® Nevue Signal Checks

® Neue Negative Plane Checks
® Neue Solder Mask Checks

® Neue Paste Mask Checks

® Neue Silkscreen Checks

® Neue NC Data Checks

Neue Merkmale:
® Pin Properties
® Via Properties
® Tool Tolerances

Erweiterte Funktionalitéten:
* Multi-Board Panel Placement Wizard

® Automatic Placement of Multiple Designs in a Panel

® Panel Editor Support for Venting a Multiple Design Panel
® |[PC-2581 Import and Export of Panel Data

® Board Outline Support for Cutouts

® License Server Support for LINUX

Nachfolgend sind die wichtigsten Details der Neuerungen
aufgelistet.

Neue DFM Checks for Stream RC:

Es wurden neue DFM Checks in das CAM350 eigene Ana-
lysetool ,Stream RC” eingebaut. Die neuen Checks sind fir
die géngigen CAD Datentypen sowie ODB++, IPC-2581 und
PADS ASCII Format konzipiert. DFM Checks for Stream RC wur-
de aktualisiert um Checks auch zwischen den verschiedenen
Datenformaten durchzufihren. Die fihrenden Datenformate
einschliefBlich ODB++, IPC-2581 und PADS ASCII kénnen in
EDA Daten umgewandelt werden. Beispiele fir CAD Datenty-
pen inklusive Pin Typen sind:

® pin types (Through, SMD, Pressfit)
® via types (Through, SMD, Blind, Buried, Laser and Thieving)

® hole types (Through, Blind, Buried, Laser, Back Drill, and
Dual Drill)

Weiterhin ist ICT Test Point Status den Pins und Vias zugeordnet.

Signal Layer Checks

CAMB350 wurde mit neuen Signal Layer Checks (Abb. 1) erwei-
tert. Die Checks sind in folgende Kategorien zusammengefasst
und werden nachfolgend im Einzelnen erléutert:

® Board Outline Spacing (Abb. 1)
® Copper Spacing (Abb. 2)

® Pad Spacing (Abb. 3)

® Drill Spacing (Abb. 4)

® Annular Ring Checks ( Abb. 5)
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Grundfunktionen in CAM350

Signal Layer - Board Outline spacing

In Abbildung 1 sehen Sie eine Prifung fir das “Board Outline
Spacing”:

® Copper-to-Board Outline

® Copper-to-Rout

® Copper-to-Mill Tab
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Abbildung 1: Signal Layer — Board Outline Spacing

Signal Layer - Copper spacing
Bei Cooper spacing (Abb.2) werden folgende Abstéinde geprift

® Track-to-Track

® Track-to-Cooper

® Cooper-to-Cooper
® Track-to-Pad

® Copper-to-Pad
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Abbildung 2: Signal Layer - Copper spacing
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Signal Layer - Pad spacing

Avufgelistete Checks sind auch hier neu dazugekommen. In Ab-
bildung 3 sehen Sie ein Beispiel Check
for das “Pad spacing”:

® Flash-to-Flash,

® Component Pin-to-Component Pin,
® SMD-to-SMD,

® Via-to-Via,

® |aser Via-to-Laser Via,

® Through pad-to-Through pad,

® Via-to-Through pad,

® SMD-to-Through pad,

® Via-to-Through pad

® Laser Via-to-Through pad
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Abbildung 3: Signal Layer - Pad spacing

Signal Layer - Drill spacing

Die Bohrabstdnde (Abb.4) werden in nachstehenden Checks
erfasst:

® Unplated Through Hole Drill-to-Copper
® Unplated Through Hole Drill-to-Pad
® Unplated Through Hole Drill to Track
® Back Drill-to-Copper

® Back Dirill-to-Pad

® Back Drill-to-Track

® Through Hole Drill-to-Copper

® Through Hole Drill-to-Pad

® Through Hole Drill-to-Track

® Via Drill-to-Copper

® Via Drill-to-Pad

® Via Drill-to-Track

® Laser Via Drill-to-Copper

® Laser Via Drill-to-Pad

® Laser Via Drill-to-Track
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Abbildung 4: Signal Layer - Drill spacing

Signal Layer - Annular Ring

® Pin Pad-to-Drill

® Pressfit Pin Pad

® Via-to-Drill

® Laser Via-to-Drill, Blind Via to Drill

® Buried Via to Drill

® Pad-to-Unplated Drill
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Abbildung 5: Signal Layer - Annular Ring

Negative Plane Layer Checks

Neue Checks fir ,Negative Plane Layer Checks” sind in
folgende Kategorien zusammengefasst:

® Board Outline Spacing (Abb. 6)
® Copper Spacing

® Pad Spacing

® Drill Spacing (Abb. 7)

® Annular Ring Checks (Abb. 8)

N DownStream

Negative Plane - Board Outline spacing

® Copper to One Up Border
® Copper to Rout
® Copper to Mill Tab

Abbildung 6: Negative Plane - Board Outline spacing

Negative Plane - Drill spacing

® Through Hole Drill to Copper

® Via Drill-to-Copper

® Laser Via Drill-to-Copper

® Updated Through Hole Drill-to-Copper
® Back Drill-to-Copper
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Abbildung 7: Negative Plane - Drill spacing
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Neue Checks fiur den Paste
Mask Layer

Paste Mask Layer Checks

Auf dieser Ebene sind neue Prifungen dazugekommen welche
nachfolgend aufgelistet sind:

® Paste Mask to Paste Mask spacing check
® Global Fiducials check

® Paste Mask Pad Aspect Ratio Check
Paste Mask Pad Area Check

Paste Mask Min Width Check
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Abbildung 14: Paste Layer

Neue Checks fir den Silkscreen
Layer

Silkscreen Layer Checks
Die Ebene fir den Silkscreen wird ebenfalls mit zwei neuen
Checks nach Fehlern tberprift:

Silkscreen Layer Check
Silkscreen-to-Board Outline
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Abbildung 15: Silkscreen Layer

NC Data Layer Checks

Aspect Ratio

Intelligent CAD Data Properties

Unter dem Aspekt ,Intelligent CAD Data Properties” gibt es ei-
nen gréBeren Umfang an neuen DFMChecks. Unterstitzt wer-
den dabei auch die Formate IPC-2581, ODB++ und PADS
ASCII. Es gibt neue Dialoge bzw. Attribute fir Pins und Vias die
nachfolgend aufgelistet werden. Die ,Hole Types” und ,NC”
Attribute in ,Padstack Table” wurden in der Darstellung verbes-
sert. Der Dialog ,NC Tool” unterstitzt Minimum und Maximum
,Tool Tolerances”.

Pin Properties

Der “Change Pin” Dialog wird tber EDIT > CHANGE > PIN
PROPERTIES aufgerufen (Abb 14).

Folgende Einstellungen sind méglich:

® Pin type (SMT and THRU)

® Side (Device, Opposite)

® Electrical Type (Electrical, Mechanical)

® Mount Type (SMT pin, SMT pad, Thru Pin, Thru Hole, Press
Fit, Non Board, Hole, Global

® Fiducial, Local Fiducial),

® Drill Diameter

® Padstack Name

® Hole Type

® Net Name

® |CT Test Point Access (Top Access and Bottom Access)
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CAM350 Version 11.0

Dabei kénnen “Mount Type” und “ICT Test Point” vom Benutzer
verdéindert werden.

Pins kénnen Uber ein Auswahlmen fir das ganze Design oder
einen Footprint aktualisiert werden.

rChange Pin Properties - U100.D2 (MAX_II_CPLD_2210_LE) g
Pin Type: SMT Side: Device
Electrical Type: @ Undefined ~) Electrical ~ Mechanical '
Mount Type: Drill Diameter:
Pad Stack: Hole Type:
Net: $55671
ICT Test Point: [1Top Access [ Bottom Access

Pins to be updated: @ Selected All in Component

Components to be updated: @ Selected () All with the Same Footprint

Lo ]

Abbildung 16: Pin Properties

Via Properties

Das Via Mens wird tber EDIT > CHANGE > VIA PROPERTIES
aufgerufen (Abb 15). Folgende
Einstellungen sind méglich:

® Via type (SMT and THRU)

® Side (Device, Opposite

® Usage Type (Connection, Termination, Stitching, Global
Fiducial, Local Fiducial, Tooling Hole, Thieving)

® Drill Diameter
® Padstack Name
® Hole Type

® Net Name

® |CT Test Point Access (Top Access and Bottom Access)

“Usage Type” und “ICT Test Point” kénnen vom Benutzer ver-
éndert werden. Uber ein Auswahlmeni

kénnen selektierte oder Vias mit gleichem Padstack aktualisiert
werden.

Usage Type: Drill Diameter: 110
Pad Stack: 61: NR_STANDARDVIA Hole Type:  Thru Dril
Net: vcc
ICT Test Point: [ Top Access [] Bottom Access

Vias to be updated: @ selected () all with the same padstack

o ]
Abbildung 17: Via Properties

@ DownStream
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Padstack Table

Der Dialog “Padstack Table” (Tables > Padstacks) wurde wie
bereits erwéhnt verbessert (Abb. 16).

Fir jeden Padstack werden die in den CAD Daten definierten
Informationen angezeigt. Fir Padstacks gibt es folgende neue
Datenfelder:

® Drill Size

® Plating status

® Hole Type

® Layer Set, Tool ID
® NC Tool Table

® NC Layer name

Das Attribut “Hole Type” stellt zusétzlich mit folgenden Merk-
malen, die Art der Bohrung fest:

® Thru Drill

® Back Drill

® Dual Drill

® Via

® Laser Via

® Blind Via

® Buried Via status

Das Merkmal ,Hole Type” kann entweder beim Import der CAD
Daten gesetzt werden oder nachtrédglich vom Benutzer verén-
dert werden. Die DFM Checks nehmen diese Einstellungen als
Filterdaten.

Cunent Padatzch Fadztzch Id: 1
| * = Uzed in PCA] Hame  IMPIR_Anasn, | Abibuies.. |
1 JMPYLA AAARS - -
SR TANDARDA Layer name H o Ageriure
ZTESTROINT Top_ Laps_1 1 12 Round 55.0
=& TOP_ALIMDWIA |
-5 BOTTOM BLUNDYWYS Inner_Laper_2 2 :3 Haound 70.0
£ NS TANDARDIA Growd_Plane_Layer 3 3 13 Round 700
7 GqE00 B Poase_Plane_|sger_4 4 13 Round 700
g EU lsgjﬂuﬁgsou Inkar_Laper_B & 13 Round 700 =
& 60 055,
005 750960 Bottom_Layer & £ 12 Hound 550
11: 0B 12.0:75.0 Azsembb_Top 7 Mo
120670250 Solder_Mask_Top B Moe]
edlian i Pasto Mask_Bot ERNY
14 Fo 50 ente_Mask,_Beltorn Meee]
15: Ra 300 Pagie Mask_Tom 10 Moreld
16: 06750130 Silkerreen Top 1 Moe]
17: 00120750
16, Re 16669 Sf:\ldel_Mask_Botlom 12 [Mone]
19 Re 47 7708 Silkzzresn_Boltom 12 Mone]
2 Re 2000700 One_Up_Bords 14 [Monz]
. Rofzi &2 Aremmbbs Dimsinn Blebinm 15 Mol e
_ ) _ il Size: 370 9| Plted
Add Dekabz
Haok Tupe |7 Laper Set Mo Layer Sat
Delzte Uniead
ID ¢ Tood Table: 1:PadStack D HC Layer
ok | [ conel

Abbildung 18: Padstack Table

tecnotron

elektronik gmbh

tecnotron elektronik gmbh | Wildberg 64 | 88138 Weilensberg | Deutschland
Tel +49(0)83899200-406 | Fax+49(0)83899200-96406 | aschulte@tecnotron.de | www.tecnotron.de

te_01/11

weiteren Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum lhrer rechtmafBigen Eigentimer.

2014 tecnotron elektronik gmbh. Die hier verwendeten Namen und Logos werden unter Genehmigung von DownStream Technologies genutzt. Alle



CAM350 Version 11.0

Tool Tolerances

Der “NC Tool” Dialog (Tables > NC Tool Tables) wurde fir die
Eingabe von Minimum und Maximum

Toleranzen verbessert. Diese Werte kénnen tber CAM350
Marcos abgerufen werden.

NC Tool Table
| Toct Table: 1: DilTable 1 -
Display Order
@ ToolNum )Size ) Exporl Dida Tanl Information Shown Dialag Links
: @ fscendng () Descerding O Geral ) Estonded @ Tolsmwes @ bl () Hids
Tool Defintions
{
NS e Min Tol  MasTol Erooi
Rsl Muw Ddl il ml Hi wil [l
1 [ 120 3n 10 [ 1 -
2 2 100 100 [T 23 ccccccec 2 1
N = = 430 30 30 [ 3
|+ 4 4.0 30 30 [t 4
I 5= 0 30 10 [T 5
R o 30 20 [ E
R ann a0 30 [ v
j 88 ET 20 20 [ g8
i 13 it} 30 30 [ o=
|
i | DesteTocke | [Benumber Tooe| | Cemtine Toole |
| [ Figport WE Too! Compersation Indes Tableis NOT i use: | Define Compensation Index Tabie: ]
| [TableNemedType..] [ MeaTable. | EpotOue. | [ Sewe | Load... ]
| [ Caw | [ ek

Abbildung 19: NC Tool Table
Multi-Board Panel Placement Wizard

Automatic Placement of Multiple Merged PCB Databases

Mit der neuen Funktion unter UTILITIES > MERGE PANEL WI-
ZARD kénnen Nutzen aus unterschiedlichen Leiterplatten zu-
sammengestellt werden, dabei werden auch mehrere Kopien
dieser verschiedenen Leiterplatten unterstitzt.

Uber File > MERGE werden verschiedene Boards in eine
CAMB350 Datei geladen.

Danach werden mit dem MERGE PANEL WIZARD die Einstel-
lungen fir die Nutzen Definition sowie die Anzahl der Ver-
schiedenen zu platzierenden Leiterplatten zusammengestellt.
Daraufhin présentiert der MERGED PANEL WIZARD die Plat-

zierungsalternativen fir die Auswahl.

Automatic Placement of Multiple Designs in a Panel

Mit dem ,Merge Panel Wizard” kénnen Einstellungen wie Panel-
gréBe, Abstand zur Boardoutline, ,Bild” zu ,Bild” Abstand und
die gewinschte Anzahl der ,Bilder” vorgenommen werden.
alternative Platzierungen fur die diversen PCB’s werden lhnen
zur Auswahl angezeigt.

9 DownStream
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Merge Panel Wizard
Selection of Alternative Placements
Select a most suitable variant of image placement and dlick Finish to complete.
#  Panel Size Ima... Ut ——
1 T IERED) ~
: 1 24.0x20.0 20 846% ER ‘;‘:‘ 15
2 24.0x20.0 20 84.6% 2 2 ]
3 240x200 M 846% & = & )
\ / )
~ ~ r
£ 2
‘ 2 o 2 (it
: 1
[ < Back J[ Finish ] [ Cancel ] Help

Abbildung 20: Panel Wizard
Panel Editor Support for Venting a Multiple Design Panel

Der CAM350 Panel Editor zeigt die Absténde der Board Outli-

nes auf einem Nutzen.

The CAM350 Panel Editor is updated to support venting up to
the board outlines of Merged PCB Databases.

_

‘i Ele Edt Add Vew Info Panelimton Amakss Took Tsbles Maco Settings Help
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Abbildung 21: Panel Editor

IPC-2581 Import and Export of Panel Data

Nutzendaten kénnen jetzt auch im IPC2581 Format, Intelligent
CAD Data Format, Importiert / Exportiert werden.

Bei der Funktion:

FILE > IMPORT > IPC-2581
FILE > EXPORT > IPC 2581

werden “Step und Repeat” Nutzendaten und Layerdaten grafisch
und for NC Daten erkannt.
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Board Outline Support for Cutouts

Board Cutouts sind in CAM350 wesentliche Elemente fir Board
Ovutlines. Ausschnitte oder Ausfrédsungen in Boardoutlines war-
den aus den CAD Daten Direkt unterstitzt.

Bigen Eigentimer.

ODB++, IPC-2581, und PADS ASCIl Formate unterstitzen
Board Outlines mit Cutouts als CAD Daten.
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Abbildung 22: Board Cutouts E

License Server Support for LINUX

Der Downstream Lizenzmanager unterstitzt jetzt die Linux Dis-
tribution “Red Hat” Version 6.5 und héher. Der Linux Lizenz-
manager kann auf virtuellen und physischen Servern betrieben
werden.

Die Verénderungen an CAM350 wurden vorgenommen um
vorhandene Funktionalitéten zu sowie die Qualitét und Zuver- €
lassigkeit der Software zu verbessern.
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Bei Fragen kénnen Sie sich gerne an das Tecnotron Support Team wenden
Tel.: 0 83 89 / 92 00 - 402, Email: support@tecnotron.de
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